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(57)【要約】
　【課題】透明な接着剤の塗布状態を確実に検査し得る
塗布接着剤の検査方法及び検査装置を提供する。
　【解決手段】　基板Ｓの粗面に塗布された透明な接着
剤Ｌの検査方法であって、基板表面に沿う方向に光を照
射して接着剤Ｌに到達させ、少なくとも接着剤によって
反射された光を接着剤塗布箇所の上方で受光し、受光し
た光の強度分布に基づいて基板上の接着剤Ｌの位置情報
を取得することを特徴とする塗布接着剤の検査方法及び
該方法を実施するための検査装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の粗面に塗布された透明な接着剤の検査方法であって、基板表面に沿う方向に光を
照射して接着剤に到達させ、少なくとも接着剤によって反射された光を接着剤塗布箇所の
上方で受光し、受光した光の強度分布に基づいて基板上の接着剤の位置情報を取得するこ
とを特徴とする塗布接着剤の検査方法。
【請求項２】
　基板の接着剤塗布面を囲む位置から光照射を行なうことを特徴とする請求項１に記載の
塗布接着剤の検査方法。
【請求項３】
　基板の粗面に塗布された透明な接着剤の検査装置であって、基板を保持する保持部と、
該保持部上の基板表面に沿う方向に光を照射し得る光照射装置と、少なくとも接着剤によ
って反射された光を接着剤塗布箇所の上方で受光し、受光した光の強度分布情報を出力す
る光検出装置とを備えたことを特徴とする塗布接着剤の検査装置。
【請求項４】
　前記光照射装置が、扁平状に分布する光を出射し得るように細長い領域に沿って位置す
る出射部を有しており、基板の接着剤塗布面に沿うように出射光の扁平面を位置させ得る
ことを特徴とする請求項３に記載の塗布接着剤の検査装置。
【請求項５】
　前記光照射装置が、前記保持部に保持された基板の接着剤塗布面を囲むように配置され
ることを特徴とする請求項３または４に記載の塗布接着剤の検査装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板の表面に塗布された接着剤の検査方法及び検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレーや液晶テレビのバックライトにＬＥＤが多用されている。近年、ＬＥ
Ｄチップの出射効率を高めるため、基板またはリードフレームへの接着時に透明な接着剤
が使用されつつある。その接着のために、基板におけるＬＥＤチップの接着箇所には予め
接着剤が点状に塗布されるが、塗布の有無、位置、塗布量等の塗布状態が正確に行なわれ
ないと、接着不良による寿命低下や出射効率の低下等の問題を引き起こす。特に、ＬＥＤ
チップの接着のための接着剤塗布量は、径及び高さが０．１～０．２ｍｍ程度であるので
、精度の高い塗布とその検査が要求される。
【０００３】
　従来から接着剤等の塗布状態をＣＣＤカメラ等の撮像装置を用いて検査する技術が知ら
れている（例えば、特許文献１及び２参照）。ＬＥＤチップ接着時の接着剤塗布状態の検
査にこの技術を用いる場合、以下に説明するように、基板表面が鏡面であれば検査が可能
であるが、粗面であると検査を行なうのが困難である。
【０００４】
　図６は基板表面が鏡面及び粗面の各々の場合について、照射光の反射状態を概略的に示
している。図６(a) は、鏡面の基板Ｓ及び該基板に塗布された接着剤Ｌに対して検査用の
光を照射した状態を示している。基板Ｓは平面状であるのに対し、接着剤Ｌは微小な液滴
として塗布され、表面張力によってドーム状の丸味をもった凸曲面を呈している。基板Ｓ
の上方から照射された光の内、基板Ｓに到達した入射光ＩSは基板面により正反射して上
方へ向かう反射光RSとなる。一方、接着剤Ｌに照射された入射光ＩLは、一部が透明な接
着剤内に進行し基板面で反射され反射光ＲL’となって上方に向かうが、接着剤の湾曲面
での反射光ＲLは斜めに反射される。なお、接着剤Ｌの中央への入射光ＩCのみは、局部的
な水平面で反射されて真上に向かう反射光ＲCとなる。したがって、基板上方のカメラに
到達する反射光は、基板面での反射光ＲS及び接着剤中央での反射光ＲCが強く、接着剤Ｌ
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の大部分の箇所での反射光ＲLは弱くなる。その結果、撮像時に接着剤塗布箇所が暗く見
えて判別されることとなる。
【０００５】
　一方、基板Ｓの表面が粗面の場合は、図６(b) に示すように、基板Ｓに到達した入射光
ＩSは基板面により乱反射されて反射光RSとなる。接着剤Ｌの湾曲面への入射光ＩLは、一
部が表面での反射光ＲLとなり、一部が接着剤内に進行し基板面で乱反射されて反射光ＲL

’となる。なお、接着剤Ｌの中央への入射光ＩCは、接着剤の局部的な水平面で反射され
て真上に向かう反射光ＲCとなり、接着剤内に進行した光は乱反射して反射光ＲL’となる
。したがって、基板Ｓに入射した光は乱反射光となり、接着剤Ｌに入射した光は、接着剤
中央での反射光を除き、斜めへの反射光及び到達した基板面による乱反射光となる。こう
して、基板及び接着剤の双方では反射光の一部がカメラに到達することとなり、その結果
、カメラの像において基板と接着剤とのコントラストが弱く、境界が不明確になり、接着
剤塗布状態の検査を確実に行ない難くなる。
【０００６】
　特に、ＬＥＤチップは高輝度化が進むと共に発熱量が大きくなり、基板及び接着剤に耐
熱性が要求される。これに応えるには、基板をセラミック製とし、シリコン系接着剤を使
用するのが有利であるが、一方では、セラミック表面が粗面であるために上述の問題が生
じるのであり、その解決が望まれる。
【０００７】
　また、同様の問題は、ＬＥＤチップのための接着剤塗布状態の検査のみならず、液滴状
に塗布される接着剤の塗布状態についての種々の検査において生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平５－３３１４３８号公報
【特許文献２】特開２００７－２８５９８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記のような従来技術の問題を解決し、粗面上の透明な接着剤の塗布状態を
確実に検査し得る塗布接着剤の検査方法及び検査装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、前記目的を達成するため、基板の粗面に塗布された透明な接着剤の検査方法
であって、基板表面に沿う方向に光を照射して接着剤に到達させ、少なくとも接着剤によ
って反射された光を接着剤塗布箇所の上方で受光し、受光した光の強度分布に基づいて基
板上の接着剤の位置情報を取得することを特徴とする塗布接着剤の検査方法を提供するも
のである。
【００１１】
　本発明はまた、前記目的を達成するため、基板の粗面に塗布された透明な接着剤の検査
装置であって、基板を保持する保持部と、該保持部上の基板表面に沿う方向に光を照射し
得る光照射装置と、少なくとも接着剤によって反射された光を接着剤塗布箇所の上方で受
光し、受光した光の強度分布情報を出力する光検出装置とを備えたことを特徴とする塗布
接着剤の検査装置を提供するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る塗布接着剤の検査方法においては、基板における接着剤塗布箇所を粗面（
乱反射面）とし、基板表面に沿う方向に光を照射して接着剤に到達させる。したがって、
光は塗布厚さを有する接着剤を側方から照射することとなり、一部は表面で反射し、一部
は接着剤の透明性に基づき内部へ進入する。接着剤内へ進入した光は、基板表面に達し、
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その粗面により乱反射して、一部が上方へ向かう。接着剤への進入光は接着剤に入射する
ときの屈折により、基板面に対して垂直に近い側（入射角が小さくなる側）へ角度が変化
している。その結果、接着剤内へ進入した光の反射光は、直接基板面に到達した光の反射
光より強度が高くなる。光は接着剤表面の広い範囲から内部へ進入するので、基板におけ
る接着剤塗布領域の広い範囲で乱反射が生じ、これを上方で受光すると、接着剤の塗布範
囲に対応して高い光強度の分布が得られる。また、接着剤の表面では、表面張力等による
湾曲形状と入射角とに応じて、上方へ正反射する光が生じる。この反射光は局所的に高い
反射強度を呈する。一方、基板面に対しては照射が表面に平行またはこれに近い角度で行
なわれるので、上方へ向かう反射光量が少ない。その結果、上方で受光する光の強度分布
は低いものとなる。なお、照射光の角度によっては、基板面に直接照射される光は零とな
り、反射光及び受光強度分布も零となり、この場合は上方での受光は接着剤での反射光の
みとなる。
【００１３】
　したがって、接着剤塗布箇所の上方で反射光を受光すると、その接着剤の位置で強い強
度分布が得られることになり、これに基づいて基板上の接着剤の位置情報を取得すること
により、接着剤の有無、位置、面積等の塗布状態の検査を確実に行なうことができる。
【００１４】
　本発明に係る検査装置によれば、保持部によって保持した基板の基板表面に沿う方向に
光照射装置が光を照射し、基板及び接着剤による反射光を接着剤塗布箇所の上方に位置す
る光検出装置が受光し、その強度分布情報を出力する。したがって、上記検査方法で述べ
たのと同様にして、受光する反射光は、接着剤の位置で強い強度分布となる。その結果、
光検出装置の出力に基づいて基板上の接着剤の位置情報を取得することにより、接着剤の
有無、位置、面積等の塗布状態の検査を確実に行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る塗布接着剤の検査方法の実施に使用する光検出装置を概略的に示す
斜視図である。
【図２】図１の装置を使用して行なう検査方法における光の進行状態の一例を概略的に示
す説明図である。
【図３】図１の装置を使用して行なう検査方法における光の進行状態の他の例を概略的に
示す説明図である。
【図４】図１の装置を使用して行なった検査の撮像結果を示す写真である。
【図５】図１の装置を使用して行なった検査方法における照射高さ設定の説明図である。
【図６】従来の装置を使用して行なう検査方法における光の進行状態を概略的に示す説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について添付図面を参照しつつ説明する。図面中の同一又は同
種の部分については、同じ番号を付して説明を一部省略する。
【００１７】
　図１は、本発明に係る塗布接着剤の検査方法の実施に使用する光検出装置を概略的に示
している。この検査装置は、基台１上で基板Ｓを保持する保持部２と、該保持部上の基板
表面に沿う方向に光を照射し得る光照射装置３と、基板Ｓ及び接着剤Ｌによる反射光を接
着剤塗布箇所の上方で受光し、受光した光の強度分布情報を出力する光検出装置４とを備
えている。
【００１８】
　この装置の検査対象は、液晶ディスプレーのバックライト等に用いられるＬＥＤチップ
Ａであり、該ＬＥＤチップは、ウェハーをダイシングして多数のペレット状とされ各々に
ＬＥＤを接着するための接着剤Ｌが点状に塗布された状態となっている。
【００１９】
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　基台１は、保持部２を隣り合う工程間等に移動させるガイド１１を備えている。保持部
２は、ＬＥＤチップを水平に保持し、ガイド１１上を図外の駆動部の作用を受けて移動す
る。図は、保持部２が検査位置にある状態を示している。
【００２０】
　光照射装置３は、この実施形態では、１対の湾曲状フレーム３１に多数のＬＥＤ３２を
配置したものとなっている。フレーム３１は、検査位置に到達した保持部２を囲むように
配置されており、ガイド１１を挟んで位置し、１対のフレームはＬＥＤチップＡを搭載し
た保持部２を通し得る間隙をおいて配置されている。ＬＥＤ３２は、光軸（照射光の中心
軸線）が基板面（水平面）に対して同じ角度となるように配置され、この実施形態では、
基板面に平行とされている。
【００２１】
　ＬＥＤ３２から発せられる光は、反射光により接着剤Ｌと基板Ｓとの明度差が得られる
光であれば特に限定されず、種々の色（波長）のものを使用し得る。また、ＬＥＤ以外の
種々の光源を使用することができ、光強度の検知が可能であれば、自然光の他、赤外線、
紫外線等の光を使用することができる。
【００２２】
　接着剤Ｌへの照射は、コントラストを明確に得る上で、接着剤Ｌの周囲全体またはこれ
に近い範囲から行なうのが望ましい。このために、接着剤Ｌを囲むように、ＬＥＤ等の多
数の点光源を配置するか、線光源を用いるのが望ましい。尤も、検査に必要なコントラス
トが得られるのであれば、接着剤Ｌの周囲全体を囲む必要はなく、例えば、１対のフレー
ム３１の一方のみを用いるようにしてもよいし、フレームを含め光源の配置を直線状とし
てもよい。また、照射光の形態は、拡散光の他、平行光とすることもでき、光源から光学
部品等を経て所望の出射形態で基板及び接着剤に照射してもよい。
【００２３】
　光検出装置４は、この実施形態においてはＣＣＤカメラを備えており、基台１における
検査位置の上方に設置されている。ＣＣＤカメラは、保持部２に保持された基板Ｓ及び接
着剤Ｌからの反射光を受光し、画像として表示すると共に、光強度分布を検出する。なお
、光検出装置としては、ＣＣＤカメラの他、光強度分布を検知し得る種々の装置を用いる
ことができる。
【００２４】
　基台１は図外の駆動装置により、水平面内で保持部２の移動方向（Ｘ軸）及びこれに垂
直な方向（Ｙ軸）に移動させられるようになっており、固定された光検出装置４に対して
保持部２を基板Ｓと共に移動させることにより、ＬＥＤチップＡ上の接着剤Ｌの位置情報
を次々と取得することができる。光検出装置４及び光照射装置３は制御装置１０に接続さ
れており、制御装置１０は、光検出装置４から送られてくる光強度信号の画像処理や光強
度の検知、並びに光照射装置３の照射光の制御等を行なう。
【００２５】
　図２は、図１の装置におけるＬＥＤ３２によりＬＥＤチップＡの基板Ｓ上の接着剤Ｌに
光照射をしている状態を示している。図示のように照射は、基板表面に沿う方向に行なわ
れる。接着剤Ｌに到達した入射光Ｉ1は一部が接着剤Ｌの表面で反射して反射光Ｒ10とな
り、一部は接着剤の透明性に基づき内部へ進入して進入光Ｉ1'となる。進入光Ｉ1'は基板
Ｓ表面に達した所で乱反射し、一部の反射光Ｒ11が上方の光検出装置４（図１）へ向かう
。接着剤Ｌにおける他の箇所に到達した入射光Ｉ2も同様に、進入光Ｉ2'となり、基板Ｓ
で乱反射して一部の反射光R21が光検出装置４へ向かう。基板Ｓに直接到達した光も基板
面で乱反射し、一部が光検出装置４に向かう。乱反射により上方の光検出装置４に向かう
光の内、反射光Ｒ11及びＲ21は、接着剤Ｌ内への進入光Ｉ1'及びＩ2'の反射光であり、こ
れらの進入光は接着剤Ｌに入射するときの屈折により、基板面に対して垂直に近い側（入
射角が小さくなる側）へ角度が変化している。そして、照射面が受ける単位面積あたりの
光量は、入射角が大きいほど（照射面となす角度が小さいほど）小さくなる。したがって
、接着剤内へ進入した光の反射光は、直接基板面に到達した反射光より強度が高くなる。
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その結果、光検出装置４においては、接着剤Ｌの部分が周囲より明るくなり、明確なコン
トラストをもって検知される。こうして、本装置及び方法によれば、接着剤の位置情報を
確実に得ることができる。
【００２６】
　また、基板面によっては、粗面による乱反射であっても、反射強度は正反射に近い角度
範囲において高くなる傾向を示す場合がある。この場合も、接着剤Ｌ内に進入した光は、
基板面に対して垂直に近い側（入射角が小さくなる側）へ角度が変化しているので、その
正反射の角度及びこれに近い高反射強度の範囲も基板面に垂直に近づいている。したがっ
て、基板面の真上に位置する光検出装置４に到達する光は、直接基板面に入射した反射光
より強くなる。この点においても、接着剤に進入した光の反射光が、直接基板面に到達し
た反射光より光強度が高くなり、光検出装置４においては、接着剤Ｌの部分がより明るく
、より強いコントラストで検知される。
【００２７】
　さらに、接着剤Ｌにおける特定箇所への入射光Ｉ3は、接着剤表面での正反射光Ｒ3が光
検出装置４向かう。その結果、光検出装置４においては、接着剤Ｌにおける正反射光Ｒ3

の部分が周囲より際だって明るく検知される。
【００２８】
　このようにして得られる接着剤と基板面の反射光のコントラストは、照射光と基板面と
のなす角度が小さいほど強く得られる。図３は、照射光と基板面とのなす角度が０度、す
なわち、照射光が基板面平行な場合を示している。図２の場合と同様に、接着剤Ｌに到達
した入射光Ｉ1，Ｉ2は一部が接着剤Ｌの表面で反射して反射光Ｒ10，Ｒ20となり、一部は
接着剤の内部への進入光Ｉ1'，Ｉ2'となり、基板Ｓ表面で乱反射され、上方への反射光Ｒ

11，Ｒ21が光検出装置へ向かう。基板Ｓの面に対して照射光の光軸は平行であるので、照
射光が平行光であれば基板面による上方への反射光は理論上存在しない。実際には、粗面
による凹凸や、拡散光である照射光の拡がり角度によって基板面から上方へ向かう反射光
が存在するが、その量は僅かである。したがって、接着剤に進入して基板面に到達した光
の反射光が、直接基板面に到達した反射光よりも、より強いコントラストで検知される。
【００２９】
　図４(a) ～(c) は、図１の装置を使用して塗布接着剤の検査を行なった際に、光検出装
置４（ＣＣＤカメラ）によって撮影された画像を示している。３つの画像は、図５に示す
ように、光照射装置３の照射光軸Ｃが基板Ｓの面から離れる高さＨを設定し、この高さＨ
を変えて撮影したものである。図の(a), (b), (c) は各々、高さＨが３ｍｍ，０ｍｍ，－
３ｍｍに設定されたときの画像である。これらの画像は、高さＨが３～－３ｍｍの範囲で
あれば、光照射装置３の位置が低くなるほど、光検出装置４による画像のコントラストが
強くなることを示している。
【００３０】
　この関係は、次のようにして成立すると考えられる。光照射装置３のＬＥＤ３２は、所
定の角度をもって拡散しているので、光軸Ｃが水平であっても対象物には拡散角に基づく
斜めからの光も照射される。したがって、光軸Ｃの高さＨが基板面から０ｍｍ，－３ｍｍ
となっても、拡散した斜めからの光が接着剤Ｌ及び基板Ｓの面に照射される。但し、拡散
光の範囲内であれば、光照射装置３の高さが低くなるほど、接着剤Ｌに照射される光の量
に比べて、基板面に照射される光の量が著しく減少する。その結果、光軸Ｃの位置が基板
面に対して３～－３ｍｍの範囲であれば、光照射装置３の位置が低くなるほど、光検出装
置４による画像のコントラストが強くなるのである。
【００３１】
　このようにして、基板面に沿う方向に光照射をすることにより、接着剤と基板面とで光
検出装置に到達する反射光強度に明確な差を持たせることができる。このための適切な、
基板面に対する光照射の角度は、照射光の拡散角や拡散の角度毎の強度分布等によって異
なるので、光照射装置に応じて決められる。照射角（基板面に対する光軸の傾き）が大き
すぎると反射光のコントラストが不十分となり、照射角が小さすぎると接着剤に到達する
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【００３２】
　接着剤を塗布する基板面が粗面であると、塗布後の時間経過と共に接着剤が粗面の凹凸
に対して染み込みながら周囲へ広がって行くことがある。これに伴って基板の表面は平滑
性を増し、反射率が高くなる。したがって、接着剤塗布箇所の上方から光を照射し上方で
受光する場合は、基板面からの反射光が接着剤の染み込みと共に強くなる。これに対し、
本願発明方法及び装置では、基板面に沿う方向に光照射を行なうので、基板面での反射量
が少ない。したがって、接着剤の染み込みにより反射率が増しても、反射光強度はさほど
高くならず、接着剤での反射光との強度差への影響が少ない。この点からも、接着剤の塗
布状態の確実な検査が可能となる。
【００３３】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではな
く、その趣旨を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。例えば、複数の接着剤
塗布箇所の検査を行なうには、上記のように基板の保持部２を移動させるのに変えて光検
出装置４を移動し、或いはその双方を移動させるようにしてもよい。
【００３４】
　接着剤の塗布形状は、接着剤とこれに覆われない基板面とに照射した光の反射光の強度
さを検知し得るものであればよく、点状以外に直線状、曲線状、面的な広がりのあるもの
等、種々の形状であってもよい。
【符号の説明】
【００３５】
１：　　　基台
２：　　　保持部
３：　　　光照射装置
４：　　　光検出装置
１０：　　制御装置
Ｉ1’：　　進入光
Ｉ1，Ｉ2，Ｉ3：入射光
Ｌ：　　　接着剤
Ｒ1：　　　正反射光
Ｒ10，Ｒ20：正反射光
Ｒ11，Ｒ21：反射光
Ｓ：　　　基板
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